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publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par fa CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a4 la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste

publications établies, se trouvent dans les docu S
dessous:

* «Site web» de la CEI*

s Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
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Terminologie, symhd
et littéraux

graphiques utilisables su /e matériel. Index relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

incorporating amendments 1 and 2.

Catalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

K 4 compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Symboles graphiques pour schémas. Graphical symbols for diagrams.
* Voir adresse «site web» sur la page de titre. * See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Onziéme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches flexorigides
avec connexions transversales

AVANT-PROPOS

divergence entre la recommandation de la CEI et la régle natlonale correspond
en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par le Comité d’Etud
Le texte de cette norme est issu des docunients\suiants:
Régle des Six Mois Rapport de Y e }*%ed\\des Deux Mois Rapport de vote

52(BC)310 52(BC)32 BC)333 52(BC) 342
E TENNN

leawnnent toute information sur les votes ayant

INTRODUCTION

La Publication
fabrication, lorsqu

e\la GEI est applicable aux cartes imprimées, indépendamment de leur procédé de

ont prétes pour le montage des composants.

Elle est divisée en différentes parties contenant des informations pour le concepteur, des recomman-
dations pour le rédacteur de spécifications, des méthodes d’essais et des prescriptions pour les différents
types de cartes imprimées, par exemple cartes imprimées a simple et a double face, cartes imprimées
multicouches et cartes imprimées souples.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 11: Specification for flex-rigid multilayer printed boards
with through connections

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Comymittees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, @n interfatiqnal cdgsensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the Nationa 3 { at sénse.

This standard has been prepared by IEC Technical Committee

The text of this standard is based on the following doclmentst

Six Months’ Rule Report on Voting ( TWS\P{)CMUW Report on Voting

52(C0O)310 /SXGO) }26\\ \ 5>€%M3 52(CO) 342
N

Full information on the voting\for the approval (:\hi&sxar)x:l:lrd can be found in the Voting Reports,

indicated in the above ti’ble.

INTRODUCTION

It is divided into separate parts covering information for the designer, recommendations for the specifi-
cation writer, test methods and requirements for the various types of printed boards, for example single
and double sided, multilayer and flexible printed boards.
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CARTES IMPRIMEES

Onziéme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches flexorigides
avec connexions transversales

1 Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées multicouches flexorigides avec connexions trans-
versales, indépendamment de leur procédé de fabrication. Elle est destinée & servir de base aux accords
entre acheteur et vendeur. Cette norme définit les caractéristiques a évaluer, les méthodes d’essai a suivre

pas applicable aux cibles plats.

2 Références normatives

CEI 194
CEI 321

CEI 326-2
CEI 326-3

Les tableaux swi contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aux essais
appropriés pour vérifief ces caractéristiques.

Sauf spécification contraire, tous les essais énumérés au tableau 1 doivent étre effectués. Lorsque la spéci-
fication concernée fait état, de maniére précise, de caractéristiques supplémentaires qui exigent d’autres
essais, les essais a appliquer doivent étre choisis dans le tableau 2.

Lorsqu’un essai nécessite des détails supplémentaires & donner dans la spécification concernée, cette
nécessité est indiquée par un astérisque dans la colonne prévue a cet effet. Ces détails sont alors spécifiés
selon la Publication 326-2 de la CEL

Les tableaux n’ont pas pour but d’imposer une séquence d’essais; ceux-ci peuvent €tre effectués dans
n’importe quel ordre, sauf spécification contraire.

Le nombre d’échantillons doit également étre spécifié dans la spécification concernée.
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PRINTED BOARDS

Part 11: Specification for flex-rigid multilayer printed boards
with through connections

1 Scope

This standard relates to flex-rigid multilayer printed boards with through connections irrespective of their
method of manufacture. It is intended as a basis on which agreements between purchaser and vendor can
be made. This standard defines the characteristics to be assessed, the test methods to-bewsed, and it
establishes uniform requirements for judging properties and dimensions. The ter 3

cation’’ used herein refers then to such agreements. This specification is not applicd

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through referepcein this ¢ provisions of
this International Standard At the time of publication, the editions.indisa alid. All standards

IEC 68-2-3 : , i i : ) a: Damp heat, steady state.

IEC 68-2-20:
IEC 68-2-38:

IEC 194
IEC 321

IEC 326-2
IEC 326-3

3 General

verify these characteristics®

Unless otherwise specified, all of the tests listed in Table 1 shall be carried out. Where the relevant speci-
fication specifically claims additional characteristics which require additional tests, the relevant tests shall
be selected from Table 2.

Where additional details for a test shall be specified in the relevant specification, this is indicated by
an asterisk in the relevant column. These details shall then be specified in accordance with IEC Publi-
cation 326-2.

The tables are not intended to prescribe a test sequence; the tests may be carried out in any sequence,
unless otherwise specified.

The sample quantity shall also be specified by the relevant specification.
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4 Eprouvettes

Les essais sont effectués de préférence sur des cartes de production. Lorsqu’il est convenu d’utiliser des
éprouvettes détachables (coupons), celles-ci sont réalisées conformément au paragraphe 4.2 de la Publi-
cation 326-2 de la CEI. Une éprouvette composée appropriée est donnée dans les figures 1a, 1b, 1c, 1d,
le, If et 1g.

5 Spécification concernée

La spécification concernée contient toutes les informations nécessaires pour définir completement et
clairement la carte imprimée. Les recommandations données dans la Publication 326-3 de la CEI doivent
€tre suivies.

S’il existe différentes possibilités de présentation ou de classes dedolérances, ¢

données dans la Publication 326-3 de la CEI qui seront choigie

., ce sont celles qui sont

6 Caractéristiques des cartes imprimées

(Voir tableaux 1 et 2.)

O
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4 Test specimens

The test shall preferably be carried out on production boards. Where the use of test coupons is agreed
upon, they shall be prepared in accordance with I EC Publication 326-2, Sub-clause 4.2. A suitable com-
posite test pattern is shown in Figures 1a, 1b, lc, 1d, le, 1f and 1g.

5 Relevant specification

The relevant specification shall contain all information necessary to define the printed board clearly and
completely. The recommendations given in 1E C Publication 326-3 shall be followed.

Care should be taken to avoid unnecessary prescriptions. Permissible deviation stated yhere
necessary. Nominal values without tolerance or simple maxima or minima shall e giveh wh ficient
Where precise specifications are necessary for certain areas or parts of the p all

be applied and restricted to those areas or parts.

If there are several possibilities of presentation or of tolerance cla etQ), thesselections given in
IE C Publication 326-3 shall be applied.

6 Characteristics of printed boards

O

(See Tables 1 and 2.)
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire)

Ne de I’essai

Détails de

. I’essai a spéci-| Echantillon
e Publication . x .
Caractéristiques 126.2 fierdansla | de I’éprouvette Exigences Remarques
de la CEI specnﬁcan'on composée
concernée
6.1
Examen général
6.1.1
Examen visuel
6.1.1.1 1 * Carte Impression, marquage, iden-
Conformité et imprimée tification et fini du magé-
identification compléte ou
éprouvette
composée
compléte
6.1.1.2 la Carte
Aspect et qualité imprimée
de I’exécution compléte ou
éprouvette

composée
compléte

6.1.1.3
Trous métallisés

a surface totale des man-
ues ne doit pas dépasser
10% de la surface totale
de la paroi. La dimension
la plus grande ne doit pas
dépasser 25% de la circon-
férence du trou dans le
plan horizontal ou 25%
de Pépaisseur de la carte
dans le plan vertical

La métallisation des trous
métallisés ne doit pas
présenter d’interruption
a la jonction de la paroi du
trou et de impression
conductrice ou de I’an-
neau d’une couche interne

)0

La jonction doit étre consi-
dérée comme se prolon-
geant dans le trou sous la
surface de la carte sur une
distance égale a une fois et
demie I’épaisseur totale de
cuivre sur la surface ou
comme étant le double de
Pépaisseur de cuivre de la
couche interne au niveau
de ’anneau de contact

Des coulées de résine sur la
tranche du cuivre collé
en contact avec le cuivre
déposé ne doivent pas étre
considérées comme causes
de rejet a moins que la
coulée n’interrompe
la continuité électrique

*Voir le troisi¢me alinéa de ’article 3.
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments)

Additional
Test No. . .
test details to] Specimen of
. 1IEC o R .
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.1 General
examination
6.1.1 Visual
examination
6.1.1.1 1 * Complete Pattern, marking, identifi-
Conformity and printed cation, material and
identification board or finishes shall comply with
composite the relevant specificatiox’
test pattern There shall be no ap
defects
6.1.1.2 la Complete
Appearance and printed
workmanship board or
composite
test pattern
6.1.1.3 Complete
Plated-through printed
holes board or

ite
n

tal wall area. The
largest dimension shall not
exceed 25% of the hole
circumference in the hori-
zontal plane and 25% of
the thickness of the board
> in the vertical plane

Plated-through holes shall
have no plating voids
at the interface of the hole
wall and the conductive
pattern or internal layer
ring

A

N The interface shall be con-
sidered to extend into the
hole below the surface

of the board at a distance
of one and a half times
the total copper thickness
on the surface or to be
two times the inner layer

copper thickness at level
of contact ring

1¢c Resin smear at the edge of
the clad-copper and the
continuous plated copper
is permitted provided the
smear does not interrupt
electrical continuity

*See the third paragraph of Clause 3.
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Tableau 1 — Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

, .| Détails de
Nedel'essai |,, .. . .
. I’essai & spéci-| Echantillon
e Publication . o .
Caractéristiques 1262 fier dans la | de I’éprouvette Exigences Remarques
spécification é
dela CEI |SPEC ! composée
concernée
la 11 ne doit y avoir ni coupures
du cuivre sur la circonfé-
rence ni décollement annu-
laire du cuivre de la paroi
du trou métallisé
Le nombre de trous avec des
manques de métallisation
ne doit pas excéder 5S¢ du
6.1.1.4 Carte
Contour de la imprimée
carte compléte ou
éprouvette
composée
compléte
6.1.1.5 Carte
(Eillets imprimé,
compléte ou
I’ceillet,/Jaucune atteinte au
teur ou au substrat
ne doit étre constatée
6.1.1.6 1a ( >es conducteurs ne doivent

Liaison des
conducteurs au
support isolant

Full document details: IEC 60326-111991

>compléte

Carte
imprimée
compléte

pas présenter de défauts
d’adhérence au support
isolant, mis en évidence
par des cloques et plisse-
ments autres que ceux qui
sont admis dans la spéci-
fication du matériau

Laliaison doit paraitre com-
pléte et uniforme. Des
décollements mineurs sont
autorisés aux endroits
suivants:

a) ades points situés au
hasard, loin des conduc-
teurs. De tels décollements
doivent avoir chacun une
surface inférieure ou égale
4 5mm? et étre placés a plus
de 0,5 mm du contour;

b) lelong des bords des con-
ducteurs. De tels décolle-
ments ne doivent pas em-
piéter sur ’espacement
prévu des conducteurs de
plus de 20% de cet espace-
ment (évaluation visuelle).
(Voir figure 2.)

Entre deux conducteurs conti-
gus, la liaison doit étre
continue sur une largeur
minimale de 0,5 mm. Il ne
doit pas y avoir de décolle-
ment lorsque I’espacement
entre conducteurs est
inférieur 4 0,5 mm
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

— 13 —

Characteristics

Test No.
IEC
Publication
326-2

Additional
test details to
be specified
in relevant
specification

Specimen of
composite test
pattern

Requirements

Remarks

6.1.1.4
Board edges

6.1.1.5
Eyelets

6.1.1.6
Bonding
conductor to
substrate

6.1.1.7
Bonding cover
layer to
substrate an
pattern

la

Full document details: IEC 60326-111991

Complete
printed
board or
composite
test pattern

Complete
printed
board or
composit

/\K
Complets
pri

s

There shall beno circumferen-
tial cracks of the copper, or
circumferential separation
of the copper from the wall
in the plated-through hole

Holes with plating voids
shall not exceed S% of the
total number of plated-
through holes

The edges of the boary an

be clean cut
or nicks

of the conductors from
he substrate by apparent
blisters or wrinkles other
than those permitted in the
material specification

The bonding shall appear to
be complete and uniform.
Minor delaminations are
permitted in the following
positions:

a) at random locations
away from the conduc-
tors. Such delaminations
shall have an area not
exceeding 5 mm? each,
and shall be more than
0,5 mm from the edges;

b) along conductor edges.
Such delaminations shall
not infringe upon the
design spacing between
the conductors by more
than 20% of the design
width by visual estima-
tion. (See Figure 2.)

There shall be a minimum
continuous bonding
width of 0,5 mm between
adjacent conductors.
There shall be no delami-
nation with conductor
spacings less than 0,5 mm
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de Pessai

Détails de
Pessai & spéci-

Echantillon

Caractéristiques Pul;lzlga;on fier dansla | de I’éprouvette Exigences Remarques
de la éEI spécificati’on composée
concernée
6.1.1.8 1b Carte I1 ne doit y avoir ni coupures | Si nécessaire, cela
Défauts des imprimée ni fissures. Des imperfec- est vérifié par
conducteurs compléte ou tions, telles que manques un contrdle des
éprouvette ou défauts de bords, sont dimensions,
composée permises pourvu que la lar- selon ’essai 2a
compléte geur du conducteur ou la
ligne de fuite entre copfduc-
6.1.1.9 ib Carte Si hécessaire, cela
Particules entre ou imprimée St vérifié par
conducteurs 1c compléte ou un contrdle des
éprouvette dimensions,
composée selon essai 2a
compléte
6.1.2
Contréle des
dimensions
6.1.2.1 2
Dimensions de ivent étre conformes
la carte a la spécification concernée.
’épaisseur nominale de
la carte doit étre conforme
compléte a la spécification concernée
6.1.2.2 L’épaisseur totale de la carte | L’épaisseur totale
Epaisseur de et les tolérances doivent de la carte et les
la carte dans la étre conformes a la spécifi- tolérances doi-
zone des cation concernée vent étre spéci-
contacts '«@, fies selon la
mité de carte Publication 321
< de la CEI
6.1.2.3 Carte Les diamétres nominaux et Une gamme recom-
Trous imprimée les tolérances des trous de mandée de trous
compléte ou montage et des trous pour de différents
éprouvette composants doivent étre diamétres et tolé-
composée conformes a la spécification rances est don-
compléte concernée née dans la Pu-
blication 326-3
dela CEI
Le diamétre nominal des trous| Une mesure pré-
métallisés utilisés unique- cise n’est pas
ment pour les connexions nécessaire parce
transversales doit étre que les écarts
conforme a la spécification ne sont pas
concernée importants
6.1.2.4 2 Carte La concordance d’un trou Largeur radiale
Trous d’accés imprimée d’acces, y compris Peffet de minimale
compléte ou I’écoulement de ’adhésif effective recom-
éprouvette de la pellicule de protection, mandée de
composée par rapport a la pastille la pastille:
compléte correspondante, doit étre - trous non
telle que le recouvrement métallisés
éventuel ne réduise pas la 0,15 mm,

Full document details: IEC 60326-111991

largeur radiale effective de
la pastille au-dessous de la
valeur minimale prescrite
dans la spécification concer-
née. (Voir figure 4.)

- trous métal-
lisés 0,10 mm
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Additional
Test No. . .
o IEC test deta.ll.s to| Specimen of
Characteristics Publication be specified | composite test Requirements Remarks
in relevant pattern
326-2 e
specification
6.1.1.8 1b Complete There shall be no cracks or Where necessary
Conductor printed breaks. Imperfections such this shall be
defects board or as voids or edge defects verified by
composite are permissible, provided dimensional
test pattern that the conductor width examination
or leakage path between ing test 2a
conductors is not
reduced by more than th
specified in the releva
specification, for e: e
20% or 35%.
6.1.1.9 1b Complete
Particles or printed
between lc board or erified by
conductors composite mensional
test pattern examination
using test 2a
6.1.2
Dimensional
examination
6.1.2.1 2
Board inte
dimensions board or
composite
test patte half comply with the rele-
\(\ nt specification
6.1.2.2 he total board thickness Total board thick-
Board thickness and the tolerances shall ness and toler-
in the zone comply with the relevant ances shall
of edge board specification be specified in
contacts accordance
with IEC
Publication 321
6.1.2.3 Complete Nominal diameters and A recommended
Holes printed tolerances of mounting range of hole
board or holes and of component sizes and
composite holes shall comply with tolerances is
test pattern the relevant specification givenin IEC
Publication
326-3
The nominal diameter of Accurate measure-
plated-through holes ment is not
used for through connec- necessary since
tions only shall comply deviations
with the relevant specifi- are not
cation important
6.1.2.4 2 Complete Registration of an access Recommended
Access holes printed hole including influence minimum
board or of adhesive flow in the effective land
composite cover-layer with relation to at any point
test pattern the relevant land on the around the hole:
base material shall be such - plain hole
that any overlapping will 0,15 mm,
not reduce the effective - plated-through
land dimensions to less hole 0,10 mm
than the minimum stated
in the relevant specifi-
cation. (See Figure 4.)
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de I’essai Détails de

Full document details: IEC 60326-111991

T I’essai a spéci-| Echantillon
i Publication X x .
Caractéristiques 1262 fl?r‘dans.la del eprou\"ette Exigences Remarques
de la CEI spec1ﬁcat1'on composée
concernée
6.1.2.5 2 Carte Les dimensions doivent €tre
Fentes, encoches imprimée conformes a la spécifica-
compléte ou tion concernée
éprouvette
composée
compléte
6.1.2.6 2 Carte Les largeurs doivent étre ucune tolérance
Largeurs des imprimée conformes aux vale) t indiquée,
conducteurs compléte ou rances lar-
éprouvette s donnges dans
composée tion
compléte -3 dela CEI
sopt appliquées
2a
Q~ gueur L d’un défaut ne
doit pas &tre supérieure a
largeur S du conducteur
ou a 5 mm (0,2 in) (la plus
petite des deux valeurs).
(Voir figure 3.)
6.1.2.7 ar Les espacements doivent étre
Espacement; primée conformes aux valeurs
des condu ompléte ou particuliéres correspon-
éprouvette dantes données dans
composée la spécification concernée
compléte
6.1.2.8 la Carte 11 ne doit y avoir ni inter-
imprimée ruption dans la pastille ni
compléte ou rupture & la jonction de
N éprouvette la pastille et du conducteur
composée
compléte
6.1.2.9 Carte Les axes des trous doivent
Tolérance de imprimée &tre situés dans les tolé-
position des compléte ou rances spécifiées dans la
axes de trous éprouvette spécification concernée
composée
compléte
6.1.2.10 la Carte La liaison entre les parties
Liaison du imprimée souples et rigides doit étre
circuit souple compléte ou totale et uniforme. A leur
aux parties éprouvette jonction, les conditions
rigides composée suivantes sont autorisées.
compléte La présence de résine sur

la partie souple ne doit pas
aller au-dela de 2 mm;

une zone non collée sur

la partie rigide ne doit pas
aller au-deld de 2 mm
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Table 1 - Basic characteristics (mandatory assessments) (continued)

Additional
Test No. . .
test details to| Specimen of
Characteristics IEC . be specified | composite test Requirements Remarks
Publication |
3262 in r.el.eva‘nt pattern
specification
6.1.2.5 2 Complete The dimensions shall comply
Slots, notches printed with the relevant
board or specification
composite
test pattern
6.1.2.6 2 Complete The width shall comply If no tolerances
Conductor printed with any specific
width board or dimensions given in t via-
composite relevant specificatio i
test pattern 1E CRublicasion
Il apply
2a
6.1.2.7 Q;/ The spacing shall comply
Spacing inte with any specific
between O board’or dimensions given in the
conductors mposite relevant specification
\\/ est pattern
6.1.2.8 a Complete There shall be no inter-
Misalignme; 2 printed ruption of the land. There
of hole and land board or shall be no break-out at
composite the junction of the land
test pattern and the conductor
N
6.1.2.9 Complete The hole centers shall be
Positional printed within any deviation
tolerance of board or specified in the relevant
hole centres composite specification
test pattern
6.1.2.10 la Complete Thebonding between the flexi-
Bonding printed blepartsand therigid parts
flexible circuit board or shallappear completeand
to rigid composite uniform. The following con-
parts test pattern ditionsare permitted at the
junction between flexibleand
rigid parts. Resin flow onto thg
flexible part shall not exceed
beyond 2 mm from the junc-
tion. Anon-bonded zonemay
also extend onto therigid part
up to2mm from the junction
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Tableau 1 - Caractéristiques fondamentales (vérification obligatoire) (suite)

Ne de essai

Détails de

. I’essai & spéci-| Echantillon
— Publication o .
Caractéristiques 126.2 fier dansla | de ’éprouvette Exigences Remarques
dela CEI spemflcatl'on composée
concernée
6.2
Essais
électriques
6.2.1
Résistance
6.2.1.1 3¢ D Selon spécification on applicable
Variation de la concernée matériaux
résistance des ( lyester
trous métallisés,
cycle thermique
6.2.1.2 A ’étude
(Eillets
6.2.1.3 4a * Carte
Court-circuit imprimée
compléte
éprouvett
composte
C 1ete
6.2.2 6 * Larésistange d’isolement La résistance
Résistance dott-étre conforme 4 la d’isolement est
d’isolement spécification concernée mesurée avant
et aprés épreuve
climatique de
conditionne-
ment et épreuve
a température
élevée, comme
spécifié dans
la spécification
concernée
6.2.2.1 a
Préconditionne- \/
N
6a * Eoul
Couches externes
6.2.2.2.2 6b * Eoul
Couches internes
6.2.2.2.3 6¢c * M
Entre couches
6.2.2.3 Conditionnement
Conditionne- applicable a
ment selon la spécifier dans la
Publication spécification
68-2-3 de la CEI concernée

ou la Publica-
tion 68-2-38

*Voir le troisieme alinéa de ’article 3.
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